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@ Systemtragerfur einen Halbleiterchip mit einem Leiterrahmen 

Sft Ein Systemtragerfur einen Halbleiterchip weist einen 
Leiterrahmen (1) auf, wobei sich eine Vlelzahl von klein- 
flachigen Signalflachleitern (4) von Stegen (2, 3) des Lei- 
terrahmens aus erstrecken, die an ihren freien Enden 
KontaktanschluSflachen (5) aufweisen. Verbleibende Fla- 
chen (6) zwischen den Stegen (2, 3) und der Vielzahl von 
Signalflachleitern (4) sind mit grofcflachigen Flachleitern 
|7) belegt. Zwischen den groBflachigen Flachleitern (7) 
und den Stegen (2, 3) sind Verbindungsstege (9) mit Ab- 
winklungen (8) in unterschiedlichen Abstanden von den 
Stegen (2, 3) angeordnet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Systemtrager fiir einen 
Halbleiterchip mit einem Leiterrahmen. 
[0002] Derartige Systemtrager werden in der Halbleiter- 
technologie verwendet, uin Flachleiter unterschiedlicher 
GroBe in vorbestimmten Positionen an Langs stegen und 
Querstegen eines Leiterrahmens zu haiten. Kleinflachige 
Flachleiter, die sich von den Stegen aus ers trecken, sind an 
ihren freien Hnden mit KontaktanschluGflachen versehen. 
Dicsc KontaktanschluBflachcn sind mir. mikroskopisch klci- 
nen, d. h. nur unter einem Lichtmikroskop erkennbaren 
Kontaktflachen auf dem Halbleiterchip insbesondere fiber 
Bonddrahte mittels Drahtbondtechnologie oder iiber Lot- 
hocker mittels FUp-Chip-Technologie verbunden. GroBfla- 
cbige Rachieiter sind zur Slromzufiihrung oder als Volu- 
menausgleichsstiicke vorgesehen. Zwischen den groflflachi- 
gen Rachleitern und den Stegen des Leiterrahmens sind Ab- 
winklungen aufweisende Verbindungsstege vorgesehen. 
[0003] Unter GroSflachigkeit der Flachleiter wird in die- 
sem Zusammenhang ein Mehrfaches der Flache eines klein- 
ftachigcn und langgcstrccktcn Signalflachlcitcrs vcrstandcn. 
GroBflachige Rachieiter konnen zum Beispiel eine Trapez- 
form oder eine Dreiecksform entsprechend den verbleiben- 
den Rachen zwischen Leiterrahmen und Signalflachleitern 
aufweisen. GroBflachige Rachieiter neigen dazu bei einem 
Einkapseln des Systemlragers in eine KunststoffguBmasse 
ihre vorbestimmte Position zu andern und Bondverbindun- 
gen zu gefahrden. 

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, einen Bruch von 
Bondverbindungen bei dem Einkapseln mittels eines geeig- 
nctcn Systemtragers zu vcrmcidcn. 

[0005] Dicsc Aufgabe wird mit den Mcrkmalcn des Gc- 
genstands des unabbangigen Anspruchs gelost, Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhan- 
gigen Anspriichen. 

[0006] GemaB der Erfindung werden die Abwinklungen in 
den Verbindungsstegen fiir groBflachige Rachieiter in unter- 
schiedlichen Abstanden von den Stegen des Leiterrahmens 
vorgesehen, so daB sich keine deckungsgleiche Drehachse 
fiir die Abwinklungen ausbilden kann, um die sich die groB- 
fiachigen Flachleiter elastisch schwenken, verschieben oder 
um die sie schwingen konnten, da die Abwinklungen in un- 
terschiedlichen Abstanden von den Stegen des Leiterrah- 
mens angeordnet sind. AuBerdem wird damit die raumliche 
Lage der groBfiachigen Rachieiter fixiert, so daB ihre freien 
Enden nicht mehr ungehindert schwingen konnen. Insge- 
samt wird dadurch ohne Einbringen zusatzlicher Abwink- 
lungen in den Verbindungsstegen und ohne formstabilere 
Materialien einsetzen zu miissen, die Steifigkeit der groBfla- 
chigen Flachleiter erhoht. 

[0007] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung weisen 
die groBfiachigen Rachieiter langlochartige OfThungen auf, 
die so dimensioniert sind, daB das vcrhlcibcndc Flachlcit.cr- 
material eine an die Signalflachleiter angepaBte Breite er- 
halt. Diese Ausfiihrung hat den Vorteil, daB in den verblei- 
benden trapezfbrmigen oder groBfiachigen Flachen zwi- 
schen den Stegen und der Vielzahl von Signalflachleitern 
das Aufschrumpfen der KunststoJTguBmasse beim Spritz- 
guBvorgang fur ein Kunststoffhalbleitergehause in alien Be- 
reichen des Systemtragers vergleichmaBigt wird und somit 
Durchbiegungen und Verwerfungen des Kunststoffgehauses 
fur einen Halbleiterchip reduziert werden. 
[0008] Dazu erstreckt sich der Leiterrahmen in einem kar- 
tesischen Koordinatensystem in X-/Y-Richtung, und die Ab- 
wicklungen sind in Z-Richtung angeordnet. Die groBfiachi- 
gen Rachieiter liegen in einer Ebene, die zu der Ebene der 
Signalflachleiter in Z-Richtung versetzt ist. Dieser Versatz 
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hat zunachst historische Griinde und entspricht der jeweili- 
gen Dicke der Halbleiterchips, so daB die groBfiachigen 
Rachieiter mit der Unterseite des Halbleiterchips verbind- 
bar sind. Da jedoch diese Verbindbarkeit aus den obenge- 

5 nannten Griinden fur moderae Halbleiterchips nicht mehr 
erforderlich ist oder auch nicht mehr ausgefiihrt werden 
kann, dienen diese Abwinklungen der Verbindungsstege 
zwischen groBfiachigen Flachleitem und Stegen des Leiter- 
rahmens dazu, die Flachleiter in einer versetzt en Ebene an- 
il) zuordnen, um dem KunststofThalbleitergehause eine verbes- 

scrtc Stabilitat zu geben. 

[0009] Aufgrund der erhohten Steifigkeit durch die ver- 
setzte Anordnung der Abwinklungen in den Verbindungs- 
stegen werden die Schwingungen der groBfiachigen Rach- 
15 leiter soweit reduziert, daB die obengenannten negativen Ef- 
fekte nicht mehr auftrelen und die Bonddrahtverbindungen 
nicht gefahrdet werden. Beim SpritzgieBen des Kunststoff- 
gehauses wird somit ein stabiler Zustand des Systemtragers 
erreicht. 

20 [0010] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist ein einzelner groBflachiger Rachieiter zwei Verbin- 
dungsstege zu einem Stcg des Leiterrahmens auf, wobci ei- 
ner der Verbindungsstege seine Abwinklungen in Z-Rich- 
tung in groBerem Abstand von dem Steg des Leiterrahmens 
25 aufweist als der andere. 

[0011] Dieses ist in vorteilhafter Weise die einfachste 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
[0012] In einer weiteren Ausfuhrungsform weist ein ein- 
zelner groBflachiger Rachieiter drei Verbindungsstege auf, 
30 wobei ein mittlerer Verbindungssteg seine Abwinklungen in 
Z-Richtung in groBerem Abstand von dem Steg des Leiter- 
rahmens als die heiden andcrcn Verbindungsstege aufweist. 
Dicsc Ausfuhrungsform hat gegenuber der cinfachstcn Aus- 
fuhrungsform, die oben aufgefiihrt ist, den zusatzlichen Vor- 
35 teil, daB mit drei Verbindungsstegen und entsprechenden, im 
Abstand versetzten Abwinklungen die Steifigkeit und Lage- 
treue des groBfiachigen Rachleiters betrachtlich erhoht wer- 
den kann, wobei der mittlere Verbindungssteg mit seinen 
Abwicklungen bis in das Zentrum des groBfiachigen Rach- 
40 leiters hineinragen kann. 

[0013] Der mittlere Verbindungssteg eines groBfiachigen 
Rachleiters mit drei Verbindungsstegen kann in einer weite- 
ren Ausfuhrungsform eine Abwinklung in Z-Richtung in ge- 
ringerem Abstand von dem Steg des Leiterrahmens aufwei- 
sen als die beiden anderen Verbindungsstege. In diesem Fall 
werden die Randzonen des groBfiachigen Flachleiters we- 
sentlich verktirzt, und der Mittenbereich des Rachleiters 
entsprechend verlangert, so daB eine stabile Lage des groB- 
fiachigen Flachleiters gewahrleislet werden kann. 
[0014] In einer weiteren Ausfuhrungsform kann ein ein- 
zelner groBflachiger Rachieiter mehrere Verbindungsstege 
zu einem Steg mit zwei unterschiedlichen Abstanden der 
Abwicklung der Verbindungsstege von dem Steg des Leiter- 
rahmens aufweisen, wobci die Abwicklungen in altcmicrcn- 
den Abstanden zum Steg des Leiterrahmens angeordnet 
sind. Diese Ausfuhrungsform der Erfindung ist insbeson- 
dere dann einzusetzen, wenn die Rache des groBfiachigen 
Rachleiters aufgrund zunehmender ChipgroBen und zuneh- 
mender Signalleiterbahnen grofier wird. Die alternierende 
Anordnung der Abstande der Abwinklungen der Verbin- 
dungsstege hat dariiber hinaus den Vorteil, daB an mehreren 
Punkten der groBflachige Flachleiter versteift wird. 
[0015] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
sind bei einem groBfiachigen Rachieiter mit mehreren Ver- 
bindungsstegen zu einem Steg des Leiterahmens die Ab- 
wicklungen gruppen weise in bezug auf die Abstande ange- 
ordnet, wobei die Gruppe der Verbindungsstege mit dem 
groBten Abstand der Abwinklungen von dem Steg im Be- 
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reich der langsten Erstreckung des groBflachigen Hachlei- kann. Damit wird der groBflachige Hachleiter 7 in seiner 

ters angeordnet sind. Damit wird in vorteilhafter Weise ge- raumlichen Lage auf dem Systemtrager stabilisiert und ver- 

wahrleistet, daB die langste Erstreckung des groBflachigen steift, so daB die Oefahr des Bruches von Bondverbindun- 

Flachleiters verkurzt wird, weil die Verbindungsstege ent- gen oder Kontakthockerverbindungen beim SpritzguBpro- 

sprechend verlangert werden, damit die Abwinklungen ei- 5 zeB einer KunststofFguBmasse zur Bildung eines Halbleiter- 

nen groBeren Abstand von dem Steg des Leiterrahmens er- gehauses vermindert wird. 

reichen. Dieses bietet gegeniiber einer alternierenden An- [0030] Fig. 3 zeigt eine perspektiviscbe Ansicht eines 

ordnung der Abstande der Abwinklungen von dem Quersteg Ausschnitts eines Systemtragers fiir einen Halbleiterchip ge- 

eine erhohte Stabilitat insbesondere fiir die langste Erstrek- maB einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung, bei dem 

kung des groBflachigen Flachleiters. 10 anstelle von zwei Verbindungsstegen drei Verbindungsstege 

[0016] Mit. cincr wcitcrcn Ausfiihrungsform der Erfin- 9 den groBflachigen Flachlcitcr 7 iibcr die Abwinklungen 8 

dung konnen die Abwinklungen gestaffelt in bezug auf die mit einem Quersteg 3 des Leiterrahmens 1 Yerbinden. Mit 

Abstande zu dem Steg angeordnet sein, wobei der Verbin- dieser Ausfiihrungsform ist der Abstand der Abwinklung 8 

dungssteg mit dem grbBten Abstand der Abwinklungen von des mittleren Verbindungssteges 12 von dem Quersteg 3 

dem Steg des Halbleiterrahmens im Bereich der langsten Er- 15 groBer als der Abstand der beiden auBeren Abwinklungen 8. 

streekung des groBflachigen Flachleiters angeordnet ist. Damit wird insbesondere der Mittenbereich des groBflachi- 

[0017] Zwar ist das Werkzeug zum Einsenken der Ab- gen Flachleiters stabilisiert und ein Schwingen des freien 

winklungen in gestaffelter Weise komplizierter aufgebaut, Endes 17 des groBflachigen Flachleiters 7 in den Pfeilrich- 

als wenn lediglich zwei unterschiedliche AbstandsgroBen tungen B wird stark reduziert. Da sich keine gemeinsame 

beriicksichtigt werden miissen, jedoch liefert die Staffelung 20 Biegekante fur den groBflachigen Hachleiter 7 an den drei 

der Abstande der Abwinklungen in den Verbindungsstegen Abwinklungen ausbilden kann, wird die gegeniiber dem 

die groBtmoglichc Stciflgkcit fur den groBflachigen Hach- Lcitcrrahmcn 1 vcrsctztc Ebcnc des groBflachigen Hachlci- 

leiter und damit die groBtmogliche Stabilitat des Tragersy- ters raumlich stabilisiert. 

stems beim Einkapseln einer elektronischen Halbleiter- [0031] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch den System- 

schaltung in ein KunststoffguBgehause. 25 trager der Fig. 3 und zeigt die vergroBerte Lange des mittle- 

[0018] Ausfuhrungsformen der Erfindung werden nun an- ren Verbindungssteges 12 gegeniiber dem auBeren Verbin- 

hand von Zeichnungen miner erlautert. dungsstegen 8 und 9, deren Abwinklungen 8 sich unniittel- 

[0019] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines bar an den Quersteg 3 des Leiterrahmens 1 anschlieBen. 

Ausschnittes eines Systemtragers fur einen Halbleiterchip [0032J Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines 

gemaB einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung. 30 Ausschnitts eines Systemtragers fur einen Halbleiterchip ge- 

[0020] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des System- maB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. Auch in 

tragers der Fig. 1. dicscr Ausfuhrungsform sind nur drei Verbindungsstege 9 

[0021] Fig. 3 zeigt cine perspektivische Ansicht cincs mit Abwinklungen 8 zu dem Quersteg 3 des Leiterrahmens 

Ausschnitts eines Systemtragers fiir Halbleiterchips gemaB 1 vorgesehen, jedoch mit, dem Unterschied, daB die Ab- 

einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 35 winklungen 8 des mittleren Verbindungssteges 12 in einem 

[0022] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht des System- kleineren Abstand zum Quersteg 3 des Leiterrahmens 1 an- 

tragers der Fig. 3. geordnet sind. Mit dieser dritten Ausfuhrungsform der Er- 

[0023] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines findung werden insbesondere der Langsschenkel 15 und der 

Ausschnitts eines Systemtragers fiir einen Halbleiterchip ge- Querschenkel 16 gegeniiber der Mitte des groBflachigen 

maB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 40 Flachleiters 7 versteift, so daB die Schwingung Samplitude in 

[0024] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht des System- Pfeiirichtung B stark begrenzt ist. 

tragers der Fig. 5 [0033] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht der Fig. 5 und 

[0025] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf einen weiteren Sy- zeigt die vergroBerte Lange der auBeren Verbindungsstege 9 

stemtrager. gegeniiber dem mittleren Verbindungssteg 12, dessen Ab- 

[0026] Fig. 8 zeigt einen prinzipiellen Aufbau eines groB- 45 winklungen 8 sich unmittelbar an den Quersteg 3 des Leiter- 

flachigen Flachleiters in perspekdvischer Ansicht. rahmens 1 anschlieBen. 

[0027] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt des groBflachigen [0034] Fig. 7 zeigt eine mogliche weitere Ausfiihrungs- 

Flachleiters aus Fig. 8 enilang einer Schnitllinie C-C. form des Systemtragers in einer Draufsicht. Insbesondere 

[0028] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines bei rechtecklbniugen Leiterrahmen 1 bilden sich verblei- 

Ausschnitts eines Systemtragers fiir einen Halbleiterchip ge- 50 bende trapez- oder groBflachige Flachen zwischen den 

maB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. Dieser Querstegen 3 und einer Vielzahl von Signalflachleitern 4 

Ausschnitt zeigt von dem Leiterrahmen 1 einen Abschnitt aus, in denen entweder groBflachige Flachleiter 7 angeord- 

eines Quersteges 3, an dem zwei Verbindungsstege 9a und net und zur Stromversorgung vorgesehen sind, oder die 

9b mit Abwinklungen 8a und 8b vorgesehen sind. Der groB- groBflachige Flachlcitcr 7 aufweisen, die lediglich als Volu- 

flachige Hachleiter 7 wird durch einen Langsschenkel 15 55 menausgleichsstiicke vorgesehen sind. Die groBflachigen 

und einen Querschenkel 16 begrenzt, die an dem freien Hachleiter 7 sind iiber Abwinklungen 8 aufweisende Ver- 

Ende 17 enden. Der groBflachige Hachleiter 7 weist lang- bindungsstege 9 an den Querstegen 3 befestigt. 

lochfbrmige Offnungen 10 auf, die so dimensioniert sind, [0035] In der Draufsicht der Fig. 7 sind an den Langsste- 

daB das verbleibende Material 11 Stege bildet, die in ihrer gen 2 des Leiterrahmens 1 bis zu 40 Signalflachleiter 4 an- 

Breite den in Fig. 7 gezeigten Signalflachleitern entspre- 60 geordnet, die an ihren freien Enden KontaktanschluBflachen 

chen. Die Abstande der Abwinklungen 8a und 8b von dem 5 aufweisen, welche mit Kontaktflachen auf einem Halblei- 

Quersteg 3 sind unterschiedlich und bilden keine gemein- terchip entweder iiber Bonddrahte mittels Drahtbondtechno- 

sam fluchtende Biegelinie. logie oder uber Lbthocker mittels Flip-Chip-Technologie 

[0029] Fig. 2 zeigt. den A b stands unterschied der Abwink- verbunden werden. Zwischen den Querstegen 3 des Leiter- 

iungen 8a und 8b von dem Quersteg 3 im Querschnitt. Auf- 65 rahmens 1 und den Signalflachleitern 4 liegen trapezfbrmige 

grund dieses Unterschiedes wird der groBflachige Hachlei- Hachen 6, die beim abschlieBenden VergieBen des System- 

ter 7 derart stabilisiert, daB sein freies Ende 17 mit einer au- tragers mit einer KunststoffguBmasse eine Verwolbung des 

Berst geringen Amplitude in Pfeiirichtung B schwingen Halbleitergehauses verursachen konnen und aus diesem 


DE 100 14 306 A 1 

5 6 


Grund mit groBflachigen Rachleitern 7 als Volumenaus- 
gleichsstucke belegt sind. Diese groBflachigen Rachleiter 7 
konnen jedoch auch der Stromversorgung des Halbleiter- 
chips dienen, wozu die freien Enden der groBflachigen 
Flachleiter zu KontaktanschluBflachen 14 ausgebildet sind, 5 
von denen aus durch Mehrfachbonddrahte oder entspre- 
chende Kontakthocker das Halbleiterchip mit Strom ver- 
sorgt werden kann. Diese groBflachigen Flachleiter 7 sind 
iiber Verbindungsstege 9 mit den Querstegen 3 des Leiter- 
rahmens verbunden. Diese Verbindungsstege 9 weisen zur 10 
Vcrstcifung der Verbindungsstege Abwinklungcn 8 auf. 
[0036] Diese Abwinklungen 8 werden zur Versteifung in 
unterschiedlichen Abstanden von den Querstegen 3 in die 
Verbindungsstege 9 eingebracht, urn ein Federn oder 
Scbwingen der groBflachigen Flachleiter 7, insbesondere 15 
wahrend des SpritzguBvorgangs beiin GieBen des Halblei- 
tergehauses zu vermeiden, Bei gleichmaBigen Abstanden 
der Abwinklungen 8 konnen die groBflachigen Flachleiter 
wahrend des Spritzvorgangs ihre Lage relativ leicht veran- 
dern, so daB beim Spritzvorgang ein instabiler Zu st and auf- 20 
treten kann, der sich negativ auf die Formgebung des Halb- 
leitcrgchauscs auswirken kann, insbesondere wenn die 
groBflachigen Flachleiter 7 als Volumenausgleichsstiicke 
vorgesehen sind. 

[0037] Fig. 8 zeigt einen prinzipiellen Aufbau eines groB- 25 
flachigen Hachleiters 7, der iiber zwei Verbindungsstege 9 
nut einem Quersleg 3 eines Leiterrahrnens 1 verbunden isL, 
wie es bei dem Systemtrager der Fig. 7 im Bereich A zu se- 
hen ist. Dabei weisen die Abwinklungen 8 von den Querste- 
gen in diesem Beispiel gleiche Abstande auf. Fig. 8 zeigt so- 30 
mit die schwingungsgefahrdete Anordnung der Abwinklun- 
gen 8 in den Vcrbindungsstcgcn 9. Die Abwinklungcn 8 in 
Fig. 8 fluchtcn zucinandcr und bilden cine Schwingungs- 
achse oder Biegelinie, um die der groBflachige Rachleiter 7 
in Pfeilrichtung B mit groBer Amplitude schwingen kann, 35 
was bei dem anschlieBenden SpritzguBprozeB erhebliche 
Probleme nach sich ziehen kann. Eine moglich Losung die- 
ser Probleme ist, daB die groBflachigen Rachleiter unmittel- 
bar iiber die Unterseite des Halbleiterchips miteinander ver- 
bunden sind. Auf grund der Verkleinerung der Kontaklfla- 40 
chen auf dem Chip selbst und der damit verbundenen ver- 
kiirzten Chiplange ist jedoch fur diese Losung kein ausrei- 
chender Platz mehr zur Anbringung der freien Enden 17 der 
groBflachigen Flachleiter 7 an der Chipunterseite des Halb- 
leiterbauteils vorhanden, so daB die freien Enden 17 der 45 
groBflachigen Flachleiter 7 beim SpritzgieBen des Halblei- 
tergehauses um die in Fig. 8 gezeigte groBe Amplitude in 
Pfeilrichtung B schwingen konnen. 

[0038] Fig. 9 zeigt einen Querschnitl des groBflachigen 
Rachleiters 7 der Fig. 8 entlang einer Schnittlinie C-C und 50 
verdeutlicht, daB die Abwinklungen auf einer gemeinsamen 
fluchtenden Biegelinie angeordnet sind, um die der groBfla- 
chige Flachleiter schwingen, sich schwenken oder sich ver- 
bicgen kann. 

55 

Patentanspriiche 

1. Systemtrager fur einen Halbleiterchip mit einem 
LeiLerrahmen (1), der sich in Langsstegen (2) und 
Querstegen (3) gliedert, wobei sich eine Vielzahl von 60 
kleinflachigen Signaittachleitern (4) von den Stegen (2, 
3) erstrecken, die an ihren freien Enden Kontaktan- 
schluBflachen (5) aufweisen, welche mit Kontaktfla- 
chen auf dem Halbleiterchip insbesondere iiber Bond- 
drahte mittels Drahtbondtechnologie oder iiber Lot- 65 
hocker mittels Flip-Chip-Technologie verbindbar sind, 
wobei verbleibende trapezformige oder dreieckformige 
Flachen (6) zwischen den Stegen (2, 3) und der Viel- 


zahl von Signalflachleitern (4) mit groBflachigen 
Rachleitern (7) belegt sind, die zur Stromversorgung 
mit dem Halbleiterchip verbindbar sind oder als Volu- 
menausgleichsstticke vorgesehen sind, wobei zwischen 
den groBflachigen Rachleitern (7) und den Stegen (2, 
3) Abwinklungen (8) aufweisende Verbindungsstege 
(9) vorgesehen sind, und wobei die Abwinklungen (8) 
in den Verbindungsstegen (9) in unterschiedlichen Ab- 
standen von den Stegen (2, 3) angeordnet sind. 

2. Systemtrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die groBflachigen Flachleiter (7) lang- 
lochartige Offnungen (10) aufweisen und das verblei- 
bende Rachleitermaterial (11) eine an die Signalflach- 
leiter (4) angepaBte Breite aufweist. 

3. Systemtrager nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich in einem kariesischen 
Koordinatensystem der Leiterrahmen (1) in X- und Y- 
Richtung erstreckt, und die Abwinklungen (8) in Z- 
Richtung angeordnet sind. 

4. Systemtrager nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die groBflachi- 
gen Rachleiter (7) in einer Ebcnc, die zu der Ebcnc der 
Signalflachleiter (4) in Z-Richtung versetzt ist, ange- 
ordnet sind. 

5. Systemtrager nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein einzelner 
groBflachiger Rachleiter (7) zwei Verbindungsstege 
(9) zu einem Steg (2, 3) des Leiterrahrnens (1) auf- 
weist, wobei einer der Verbindungsstege (9) seine Ab- 
winklungen (8) in Z-Richtung in groBerem Abstand 
von dem Steg (2, 3) des Leiterrahrnens (1) als der an- 
dcrc aufweist. 

6. Systemtrager nach cincm der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein einzelner groBflachiger 
Rachleiter (7) drei Verbindungsstege (9, 12) zu einem 
Steg (2, 3) aufweist, wobei ein mittlerer Verbindungs- 
steg (12) seine Abwinklungen (8) in Z-Richtung in gro- 
Berem Abstand von dem Steg (2, 3) des Leiterrahrnens 
(1) als die beiden anderen Verbindungsstege (9) auf- 
weist. 

7. Systemtrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein einzelner groBflachiger 
Flachleiter (7) drei Verbindungsstege (9, 12) zu einem 
der Stege (2, 3) aufweist, und ein mittlerer Verbin- 
dungssteg (12) seine Abwinklung (8) in Z-Richtung in 
geringerem Abstand von dem Steg (2, 3) des Leiterrah- 
rnens (1) als die beiden anderen Verbindungsstege (9) 
aufweist. 

8. System Lrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein einzelner groBflachiger 
Rachleiter (7) mehrere Verbindungsstege (9) zu einem 
der Stege (2, 3) mit zwei unterschiedlichen Abstanden 
der Abwinklungen (8) der Verbindungsstege (9) von 
dem Steg (2, 3) des Leiterrahrnens (1) aufweist, und die 
Abwinklungen (8) in alternierenden Abstanden zu dem 
Steg (2, 3) des Leiterrahrnens (1) angeordnet sind. 

9. Systemtrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein einzelner groBflachiger 
Rachleiter (7) Verbindungsstege (9) zu einem der 
Stege (2, 3) mit zwei unterschiedlichen Abstanden der 
Abwinklungen (8) der Verbindungsstege (9) von dem 
Steg (2, 3) des Leiterrahrnens (1) aufweist, und die Ab- 
winklungen (8) gruppenweise in bezug auf die Ab- 
stande angeordnet. sind, wobei die Gruppe der Verbin- 
dungsstege (9) mit dem groBeren Abstand der Abwink- 
lungen (8) von dem Steg (2, 3) im Bereich (13) der 
langsten Erstreckung des groBflachigen Rachleiters (7) 
angeordnet ist. 
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10. Systemtrager nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da0 eia einzelner grofiflachi- 
ger Flachleiter (7) Verbindungsstege (9) zu einem der 
Stege (2, 3) mit unterschiedlichen Abstanden der Ab- 
winklungen (8) der Verbindungsstege (9) von dem Steg 5 
(2, 3) des Leiterrahmens (1) aufweist, und die Abwink- 
lungen (8) gestaffelt in bezug auf die Abstande ange- 
ordnet sind, wobei der Verbindungssteg (9) mit dem 
groBten Abstand der Abwinkiungen (8) von dem Steg 
(2, 3) des Leiterrahmens (1) im Bereich (13) der iangs- to 
ten Krstrcckung des grofiflachigen Flachlcircrs (7) an- 
geordnet ist. 
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